'fh IFTE-Jahresbericht 2012 @

DIPL.-ING. FRANK KRAMER
Beanspruchungsanalyse von BGA-Kontaktstrukturen beim Jedec-Droptest
Betreuender Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Lienig

Der zunehmende Einsatz elektronischer Bauelemente in portablen Geraten stellt eine neue Her-
ausforderung fur die Produktentwicklung der Bauelement- und Endproduktehersteller dar. Dieser
neue Anwendungsbereich erfordert angepasste Versuchsmethoden, um den zuverlassigen Betrieb
der elektronischen Bauelemente wéhrend des beabsichtigten Einsatzzeitraumes zu gewahrleisten.
Somit sind neben den géngigen Temperaturwechselversuchen, mit denen die An- und Ausschalt-
vorgange eines Gerates nachgestellt werden, die Zuverlassigkeit gegen StoReinwirkungen zu pri-
fen. Innerhalb entsprechender Versuchsmethoden findet der Jedec-Droptest die grof3te Anwen-
dung, da sich dieser Versuch durch die héchste Reproduzierbarkeit seiner Ergebnisse auszeich-
net. Die genaue Wirkung dieser Versuchsmethode auf die Lotkontakte, d. h. die Analyse des
Schadigungsverlaufes, wurde bisher jedoch nicht detailliert untersucht. In der Arbeit werden daher
verschiedene Bauelementtypen getestet, um deren charakteristisches Schadigungs- und Lebens-
dauerverhalten abzuleiten. Die detaillierte Analyse der hervorgerufenen Schadigungsvorgange
erfolgt anhand von FEM-Simulationen. Diese stellen die experimentellen Bauelementtests nach
und ermdglichen so eine genaue Ursachenbestimmung der beobachteten Ausféalle bzw. Lebens-
dauern. Die Kombination von Experimenten und Simulationen zeigt, dass der Jedec-Droptest ver-
schiedene ultimative Ausfallmechanismen hervorrufen kann. In Abhangigkeit der hervorgerufenen
Lotkontaktbelastungen treten komplexe Schadigungsmechanismen auf, deren Entstehung und
Wirkung auf die zu erwartende Kontaktlebensdauer mit den Simulationen nachvollziehbar sind.
Diese Arbeit erhoht das Verstandnis des neuen Zuverlassigkeitsversuches Jedec-Droptest und
ermdglicht damit eine zuverlassigere Auslegung von Bauelementen, deren Einsatz in mobilen
Endgeraten vorgesehen ist.
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Bandchenbruch

Qualitative Verteilung der plastischen Dehnung
im Querschnitt eines BGA-Kontaktes nach ei-
nem Droptest als Ergebnis detaillierter FEM-
Simulationen

Rontgentomografische Untersuchung eines BGA-
Lotkontaktes nach der Durchfiihrung des Dropbelas-
tungszyklus
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